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1. はじめに

　スマートフォンに代表される携帯電子機器の小型化，高
機能化に伴い，小型化した電子部品の 3次元実装 (3D inte-
gration)が進んで，複数のダイを 1つの小型パッケージ内部
に実装する SiP (System in a Package)が多用されている。TSV 
(through silicon via)を用いてダイを積層して接続する技術と
ともに，プリント配線板内部に能動部品，受動部品を埋め
込み，3次元に配線した部品内蔵基板 (device embedded sub-
strate)も 3次元実装として注目されており，今研究開発か
ら量産に入る時期を迎えている 1),2)。電子部品を基板内部に
内蔵すると，部品間の配線長が短くなり高周波特性は改善
される。発熱に対しても表面実装よりは熱伝導特性は優れ
ている。さらに，内蔵することによって周辺環境の影響を
受けにくく信頼性は高くなる。
　部品内蔵基板は，図 1に示すように，プリント配線板製
造工程で電子部品を埋め込んだ後に，表面に配線層を形成
し，部品が表面実装されるものである。内蔵される電子部
品は，ベアダイまたはパッケージされた能動部品，キャパ
シタなどの受動部品で，将来的にはMEMSデバイス内蔵も
考えられる。また，受動部品または能動部品が，基板製造
工程中で作り込まれる場合もある。チップの多段積層を高
層ビルディングに例えれば，部品内蔵基板は高層ビルの地
下街にあたり，多層の地下街を 3次元的に建設することに
対応している。

　本論文では，日本電子回路工業会 (JPCA)部品内蔵規格部
会で行った部品内蔵基板の標準化，規格の内容について説
明する。また，規格書を国際電気標準会議 (IEC)で国際標
準化するための活動およびその内容について説明する。さ
らに，現在進んでいるプリント配線板の規格統合化につい
ても報告する。

2. 部品内蔵基板規格化の経緯

　2006年 4月にエレクトロニクス実装学会 (JIEP)に EPADs 
(Embedded Passive and Active Devices)研究会が設立され
た 3),4)。これは，大学と産業界が一緒になって，部品内蔵基
板の設計，製造，試験について議論する場で，2012年 4月
からは部品内蔵技術委員会へと発展している。プリント配
線板業界で組織されている JPCAは，EPADs研究会と連携
して 2008年 3月に部品内蔵基板規格部会を設置した。目的
は，部品内蔵基板を産業として大きくするために必要とな
る，構造や語句の統一，信頼性試験方法などの標準化であ
る。また，規格書を作成して国際標準化を推進し，この分
野で世界のイニシアチブを握ることを目指した。
　規格部会開設から 3か月で，新たな規格書が出来上が
り，2008年 6月に，部品内蔵電子回路基板（部品内蔵基板）
規格書 EB01として発行された 5)。これは，部品内蔵基板
の定義，構造，信頼性試験方法などを記載したもので，頁
数は 27頁であったが，世界で初めてとなる部品内蔵基板の
規格書となった。その後，表 1に示すように，EB01は，毎
年改訂されていった。2009年には Edition 2が発行され，部
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表 1.　部品内蔵基板規格の経緯
2008.03　JPCA部品内蔵基板規格部会発足
2008.06　JPCA部品内蔵電子回路基板規格書 EB01 発行
2009.06　EB01 (Edition 2)発行
2009.11　IECへ NP提案し，PASレベルで標準化
2010.06　EB01 (Edition 3) 発行
2011.06　EB01 (Edition 4) 発行
2011.11　EB02 (Edition 1) 発行
2012.06　EB01 (Edition 5) 発行
2013.06　EB01 (Edition 6), EB02 (Edition 2)発行
2014.06　JPCA電子回路基板規格 UB01 発行図 1.　部品内蔵基板を用いた 3次元構造
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